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Khám phá hướng dẫn chi tiết về an toàn lao động trong sản xuất micro! Tài liệu này cung cấp những 

thông tin quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe người lao động và tối ưu hóa quy trình sản xuất, đảm bảo môi 

trường làm việc an toàn và hiệu quả. 

PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN TOÀN ĐỐI VỚI NGÀNH SẢN XUẤT MICRO 

I. Tình hình chung 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao 

động 6 tháng đầu năm 2023 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao 

động 6 tháng cuối năm 2023. 

 

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 6 tháng đầu năm 2023 trên toàn quốc 

đã xảy ra 3.201 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) (giảm 707 vụ, tương ứng với 18,09% so với 6 tháng đầu năm 

2022) làm 3.262 người bị nạn (giảm 739 người, tương ứng với 18,47% so với 6 tháng đầu năm 2022) 

(bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao 

động), trong đó: 

 

Số vụ TNLĐ chết người: 345 vụ, giảm 21 vụ tương ứng 5,74% so với 6 tháng đầu năm 2022 (trong đó, 

khu vực có quan hệ lao động: 273 vụ, giảm 19 vụ tương ứng với 6,5% so với 6 tháng đầu năm 2022; khu 

vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 72 vụ, giảm 02 vụ tương ứng với 2,70% so 

với 6 tháng đầu năm 2022); 

 

Số người chết vì TNLĐ: 353 người, giảm 27 người tương ứng 7,11% so với 6 tháng đầu năm 2022 (trong 

đó, khu vực có quan hệ lao động: 281 người, giảm 18 người tương ứng với 6,02% so với 6 tháng đầu 

năm 2022; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 72 người, giảm 09 người 

tương ứng với 11,11% so với 6 tháng đầu năm 2022); 

 

Số người bị thương nặng: 784 người, giảm 23 người tương ứng với 2,85% so với 6 tháng đầu năm 2022 

(trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 715 người, tăng 26 người tương ứng với 3,77% so với 6 tháng 

đầu năm 2022; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 69 người, giảm 49 

người tương ứng với 41,53% so với 6 tháng đầu năm 2022). 

II. Một số vụ tai nạn lao động trong nhà máy sản xuất micro 

Trong ngành sản xuất micro, việc đảm bảo an toàn lao động là rất quan trọng để tránh những tai nạn 

không mong muốn. Dưới đây là một số vụ tai nạn phổ biến có thể xảy ra trong các nhà máy sản xuất 

micro: 

1. Nguy cơ bị bỏng từ thiết bị gia nhiệt: Trong quá trình sản xuất, thiết bị gia nhiệt như lò nung và 

máy sấy có thể gây ra bỏng cho công nhân nếu không được bảo trì đúng cách hoặc nếu không sử 

dụng thiết bị bảo hộ phù hợp. 

2. Tai nạn do tiếp xúc với hóa chất: Việc sử dụng hóa chất trong sản xuất micro có thể dẫn đến các 

vấn đề về sức khỏe như dị ứng da, kích ứng mắt hoặc hô hấp nếu không có biện pháp bảo vệ và 

vệ sinh cá nhân đúng cách. 
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3. Chấn thương cơ học từ máy móc: Các máy móc và thiết bị trong dây chuyền sản xuất có thể gây 

ra chấn thương nghiêm trọng nếu không được kiểm tra và bảo trì thường xuyên hoặc nếu công 

nhân không tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm việc. 

4. Nguy cơ từ việc tiếp xúc với bụi: Bụi từ các nguyên liệu và quá trình sản xuất có thể gây ra các 

vấn đề về hô hấp hoặc kích ứng nếu không có hệ thống thông gió và thiết bị bảo vệ cá nhân phù 

hợp. 

Để giảm thiểu các rủi ro này, các nhà máy sản xuất micro cần áp dụng các biện pháp an toàn lao động 

nghiêm ngặt, bao gồm đào tạo nhân viên, sử dụng thiết bị bảo hộ, và thực hiện các quy trình bảo trì và 

kiểm tra định kỳ. 

 

PHẦN II: AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT MICRO 

I. An toàn vệ sinh lao động đối với nhân viên Chế tạo wafer 

1. Đặc điểm công việc Chế tạo wafer 

Chế tạo wafer là một công đoạn quan trọng trong sản xuất micro, nơi silicon được xử lý để tạo ra các 

wafer mỏng, đóng vai trò là nền tảng cho toàn bộ quy trình sản xuất. Quy trình bắt đầu với việc lựa chọn 

và xử lý silicon nguyên liệu, sau đó được nấu chảy và tinh chế để loại bỏ các tạp chất. Silicon tinh khiết 

được đúc thành các hình trụ lớn, sau đó được cắt thành các lát mỏng gọi là wafer. Những wafer này có 

độ dày đồng đều và bề mặt phẳng mịn, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt. 

Quá trình chế tạo wafer yêu cầu sự chính xác cao và sự kiểm soát chất lượng chặt chẽ để đảm bảo mỗi 

wafer đạt tiêu chuẩn về độ dày và độ tinh khiết. Bề mặt wafer phải được xử lý để loại bỏ bất kỳ khuyết 

điểm nào, nhằm chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong sản xuất vi mạch. Đây là công đoạn nền tảng 

quyết định chất lượng và hiệu suất của các vi mạch vi xử lý trong các sản phẩm micro, vì vậy mọi sai sót 

trong giai đoạn này đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của sản phẩm cuối cùng. 
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2. Các dạng tai nạn lao động trong quá trình Chế tạo wafer 

Trong quá trình chế tạo wafer, một số dạng tai nạn lao động có thể xảy ra do tính chất công việc và các 

thiết bị sử dụng. Đầu tiên, nguy cơ bị bỏng từ nhiệt độ cao là một vấn đề nghiêm trọng, bởi vì việc xử lý 

silicon đòi hỏi nhiệt độ cực cao. Công nhân có thể gặp phải bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp với các thiết bị gia 

nhiệt hoặc dung dịch nóng mà không có bảo hộ đầy đủ. 

Thứ hai, việc sử dụng hóa chất trong quy trình chế tạo cũng tiềm ẩn nguy cơ bị tiếp xúc với các chất độc 

hại, gây ra kích ứng da, mắt hoặc hô hấp. Các hóa chất này thường được dùng để làm sạch và xử lý bề 

mặt wafer, và nếu không tuân thủ các biện pháp an toàn, chúng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe 

nghiêm trọng. 

Ngoài ra, tai nạn cơ học từ các thiết bị cắt và mài wafer cũng là một rủi ro. Các máy móc này có thể gây ra 

chấn thương nếu không được bảo trì đúng cách hoặc nếu công nhân không tuân thủ các quy tắc an toàn 

khi làm việc. Để giảm thiểu các nguy cơ này, việc tuân thủ các quy trình an toàn, sử dụng thiết bị bảo hộ 

cá nhân và thực hiện bảo trì thiết bị định kỳ là rất quan trọng. 

3. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động khi Chế tạo wafer 

Tai nạn lao động trong quá trình chế tạo wafer chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân liên quan đến thiết 

bị, hóa chất, và quy trình làm việc. Một trong những nguyên nhân chính là sự thiếu sót trong việc bảo trì 

và kiểm tra thiết bị. Các máy móc sử dụng trong chế tạo wafer, như lò nung và máy cắt, yêu cầu sự bảo 

trì định kỳ để đảm bảo hoạt động an toàn. Nếu thiết bị không được bảo trì đúng cách, có thể dẫn đến sự 

cố kỹ thuật, gây ra tai nạn cho công nhân. 

Ngoài ra, việc tiếp xúc với các hóa chất độc hại trong quy trình xử lý silicon cũng là một nguyên nhân 

quan trọng. Hóa chất dùng để làm sạch và xử lý wafer có thể gây ra kích ứng da và các vấn đề sức khỏe 
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khác nếu không có biện pháp bảo vệ đầy đủ. Việc thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân hoặc không tuân thủ quy 

trình an toàn khi sử dụng hóa chất có thể làm tăng nguy cơ tai nạn. 

Cuối cùng, sự thiếu hụt trong đào tạo và giám sát công nhân cũng đóng góp vào việc gia tăng tai nạn lao 

động. Công nhân cần được đào tạo đầy đủ về các quy trình an toàn và cách sử dụng thiết bị để giảm 

thiểu rủi ro. Sự thiếu sót trong đào tạo có thể dẫn đến việc không tuân thủ các biện pháp an toàn, làm 

tăng nguy cơ xảy ra tai nạn trong quá trình chế tạo wafer. 

4. Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động khi Chế tạo wafer 

Để phòng tránh tai nạn lao động trong quá trình chế tạo wafer, việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa 

là vô cùng quan trọng. Trước tiên, công nhân cần được đào tạo bài bản về các quy trình an toàn và cách 

sử dụng thiết bị đúng cách. Đào tạo đầy đủ giúp nhân viên nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn và thực hiện 

các biện pháp bảo vệ cần thiết, giảm thiểu nguy cơ tai nạn. 

Bảo trì và kiểm tra thiết bị định kỳ cũng là một yếu tố quan trọng. Các máy móc như lò nung và máy cắt 

cần được bảo trì thường xuyên để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn. Việc phát hiện và sửa chữa 

kịp thời các hỏng hóc kỹ thuật giúp ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc. 

Ngoài ra, việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân là bắt buộc. Công nhân nên đeo kính bảo hộ, găng tay 

chống hóa chất, và quần áo bảo hộ khi tiếp xúc với hóa chất và thiết bị nóng. Hệ thống thông gió hiệu 

quả cũng cần được duy trì để giảm thiểu tiếp xúc với bụi và hơi hóa chất độc hại. 

Cuối cùng, việc thiết lập các quy trình làm việc an toàn và thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên 

giúp đảm bảo rằng tất cả các biện pháp an toàn đều được tuân thủ. Bằng cách kết hợp đào tạo, bảo trì 

thiết bị, và sử dụng thiết bị bảo hộ, có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ tai nạn lao động trong quá trình 

chế tạo wafer. 

5. Quy định an toàn lao động khi Chế tạo wafer 

Trong quá trình chế tạo wafer, việc tuân thủ các quy định an toàn lao động là rất quan trọng để bảo vệ 

sức khỏe công nhân và đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ. Đầu tiên, tất cả công nhân phải được 

đào tạo đầy đủ về quy trình làm việc và các biện pháp an toàn liên quan đến việc xử lý silicon và thiết bị 

nhiệt. Quy trình đào tạo nên bao gồm việc nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn, cách sử dụng thiết bị bảo hộ 

cá nhân và xử lý sự cố kịp thời. 

Các thiết bị và máy móc phải được kiểm tra và bảo trì định kỳ theo quy định để đảm bảo chúng hoạt 

động hiệu quả và an toàn. Công nhân cũng cần tuân thủ các quy định về bảo hộ cá nhân, bao gồm việc 

đeo găng tay chống hóa chất, kính bảo hộ và quần áo bảo hộ khi tiếp xúc với các hóa chất độc hại và 

thiết bị nóng. 

Ngoài ra, quy trình xử lý hóa chất cần được thực hiện theo các hướng dẫn an toàn nghiêm ngặt, với hệ 

thống thông gió hiệu quả để giảm thiểu sự tiếp xúc với bụi và hơi độc. Các quy định về vệ sinh nơi làm 

việc cũng phải được thực hiện để đảm bảo môi trường làm việc luôn sạch sẽ và an toàn. 

Cuối cùng, việc thiết lập các quy trình ứng phó với sự cố và thực hiện các cuộc kiểm tra an toàn định kỳ 

là cần thiết để đảm bảo tất cả các quy định an toàn đều được tuân thủ. Bằng cách thực hiện nghiêm túc 

các quy định này, nhà máy có thể giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động và duy trì một môi trường làm việc 

an toàn cho tất cả nhân viên. 
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6. Xử lý tình huống tai nạn lao động khẩn cấp khi Chế tạo wafer 

Khi xảy ra tai nạn lao động trong quá trình chế tạo wafer, việc xử lý tình huống khẩn cấp nhanh chóng và 

hiệu quả là cực kỳ quan trọng để giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho công nhân. Đầu tiên, ngay 

khi tai nạn xảy ra, cần ngay lập tức thông báo cho bộ phận cấp cứu và các nhân viên y tế trong nhà máy. 

Đồng thời, công nhân xung quanh cần được yêu cầu rời khỏi khu vực tai nạn để tránh nguy cơ gia tăng và 

tạo điều kiện cho việc xử lý sự cố. 

Tiếp theo, nếu có người bị thương, cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu cơ bản. Ví dụ, trong 

trường hợp bị bỏng, nên làm mát vết bỏng bằng nước mát và bảo vệ vùng bị bỏng khỏi bụi bẩn. Nếu có 

hóa chất rò rỉ, cần nhanh chóng sử dụng bộ kit xử lý hóa chất để làm sạch khu vực và ngăn chặn sự tiếp 

xúc tiếp theo. 

Đồng thời, việc ghi chép chi tiết về tai nạn là rất quan trọng để điều tra nguyên nhân và thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa trong tương lai. Cuối cùng, cần tổ chức các cuộc họp đánh giá sự cố để rút kinh 

nghiệm và điều chỉnh quy trình an toàn lao động nhằm tránh các tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai. 

Việc xử lý tình huống tai nạn lao động khẩn cấp không chỉ đòi hỏi phản ứng nhanh mà còn cần sự phối 

hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận và tuân thủ quy trình an toàn đã được thiết lập. 

 

II. An toàn vệ sinh lao động đối với nhân viên In hình 

1. Đặc điểm công việc In hình 

Công việc in hình là một bước quan trọng trong quá trình chế tạo wafer, nơi các mẫu mạch điện được 

chuyển lên bề mặt wafer bằng công nghệ in khắc. Trong giai đoạn này, các bản thiết kế vi mạch được 

chuyển đổi thành các hình ảnh chính xác và chi tiết, sau đó in lên bề mặt wafer silicon thông qua một 

loạt quy trình phức tạp. 

Quá trình bắt đầu bằng việc áp dụng một lớp nhạy sáng (photoresist) lên bề mặt wafer. Lớp này sau đó 

được chiếu sáng qua mặt nạ có hình ảnh của các mẫu mạch điện. Ánh sáng sẽ làm cứng hoặc làm mềm 

lớp photoresist, tùy thuộc vào loại photoresist được sử dụng. Sau khi chiếu sáng, wafer được rửa để loại 

bỏ các phần photoresist không cần thiết, để lại các mẫu mạch điện cần thiết trên bề mặt. 

Công việc in hình đòi hỏi sự chính xác cao, bởi vì bất kỳ sai sót nhỏ nào trong quá trình này đều có thể 

dẫn đến sự cố trong các vi mạch sau này. Các yếu tố như chất lượng của mặt nạ, độ chính xác của ánh 

sáng chiếu, và độ đồng đều của lớp photoresist đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Vì vậy, công nhân 

phải làm việc trong môi trường kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và sử dụng thiết bị hiện đại để đảm 

bảo rằng các mẫu mạch được in ra đúng theo yêu cầu kỹ thuật. 



 

 

TÀI LIỆU AN TOÀN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT MICRO– NHÓM 3 / AN TOÀN NAM VIỆT 

7 

 

2. Các dạng tai nạn lao động trong quá trình In hình 

Trong quá trình in hình để chế tạo vi mạch trên wafer, một số dạng tai nạn lao động có thể xảy ra do sự 

phức tạp của công nghệ và môi trường làm việc. Một trong những nguy cơ chính là tiếp xúc với hóa chất 

độc hại. Trong quy trình in hình, các chất nhạy sáng và dung môi thường được sử dụng để xử lý wafer. 

Nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp, công nhân có thể bị kích ứng da, mắt, hoặc đường hô hấp do 

tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất này. 

Thêm vào đó, việc làm việc với thiết bị chiếu sáng và máy in có thể dẫn đến tai nạn cơ học. Các thiết bị 

này thường hoạt động với áp lực cao và nhiệt độ lớn, và nếu không được bảo trì đúng cách, chúng có thể 

gây ra chấn thương cho công nhân, chẳng hạn như bỏng hoặc cắt. 

Cũng cần lưu ý đến nguy cơ về các sự cố liên quan đến môi trường làm việc. Trong phòng sạch, nơi mà 

quy trình in hình thường được thực hiện, bụi và tạp chất cần được kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu không 

tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn, có thể dẫn đến sự cố trong quy trình in, ảnh hưởng đến chất 

lượng vi mạch và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho công nhân. 

Những tai nạn này có thể được giảm thiểu bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn, sử 

dụng thiết bị bảo hộ cá nhân, và thực hiện bảo trì thiết bị định kỳ để đảm bảo môi trường làm việc an 

toàn và hiệu quả. 

3. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động khi In hình 

Tai nạn lao động trong quá trình in hình để chế tạo vi mạch trên wafer thường xuất phát từ một số 

nguyên nhân chính. Đầu tiên, việc tiếp xúc với hóa chất độc hại là một nguy cơ lớn. Các hóa chất như 

photoresist và dung môi thường được sử dụng trong quy trình này có thể gây ra kích ứng hoặc tổn 

thương nếu không được sử dụng đúng cách. Sự thiếu hụt trong việc bảo vệ cá nhân và thông gió không 

hiệu quả làm tăng nguy cơ tiếp xúc với các chất độc hại. 
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Thứ hai, sự cố liên quan đến thiết bị in cũng là nguyên nhân chính gây tai nạn. Máy in và hệ thống chiếu 

sáng cần hoạt động chính xác để đảm bảo chất lượng in. Tuy nhiên, nếu thiết bị không được bảo trì định 

kỳ hoặc gặp sự cố kỹ thuật, có thể dẫn đến tai nạn cơ học, chẳng hạn như bỏng do nhiệt hoặc các chấn 

thương khác. 

Cuối cùng, môi trường làm việc không được kiểm soát nghiêm ngặt cũng góp phần vào nguy cơ tai nạn. 

Trong phòng sạch, sự hiện diện của bụi và tạp chất có thể làm hỏng quá trình in hình và làm gia tăng rủi 

ro cho công nhân. Sự thiếu sót trong việc duy trì độ sạch của môi trường làm việc có thể dẫn đến các sự 

cố không lường trước và ảnh hưởng đến an toàn lao động. 

Việc nhận diện và kiểm soát những nguyên nhân này là rất quan trọng để đảm bảo môi trường làm việc 

an toàn và giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong quá trình in hình. 

4. Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động khi In hình 

Để phòng tránh tai nạn lao động trong quá trình in hình vi mạch trên wafer, việc thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa là rất quan trọng. Trước tiên, việc đào tạo công nhân về quy trình làm việc và an toàn là cần 

thiết. Công nhân cần hiểu rõ cách sử dụng hóa chất và thiết bị đúng cách, cũng như các biện pháp bảo vệ 

cá nhân để giảm thiểu rủi ro tiếp xúc với các chất độc hại. 

Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân là một biện pháp quan trọng khác. Công nhân nên đeo kính bảo hộ, 

găng tay chống hóa chất, và khẩu trang khi làm việc với các hóa chất và thiết bị có nhiệt độ cao. Bảo đảm 

hệ thống thông gió hoạt động hiệu quả trong phòng sạch cũng là cách giúp giảm thiểu sự tiếp xúc với bụi 

và hơi độc hại. 

Việc bảo trì và kiểm tra định kỳ thiết bị in và hệ thống chiếu sáng là cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn 

định và an toàn. Các thiết bị này cần được kiểm tra thường xuyên để phát hiện và sửa chữa kịp thời các 

hỏng hóc, ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc. 

Cuối cùng, duy trì một môi trường làm việc sạch sẽ và tuân thủ các quy định về vệ sinh là rất quan trọng. 

Việc kiểm soát bụi và tạp chất trong phòng sạch giúp đảm bảo quá trình in hình diễn ra chính xác và an 

toàn. Bằng cách thực hiện các biện pháp này, có thể giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động và đảm bảo môi 

trường làm việc an toàn cho tất cả công nhân. 

5. Quy định an toàn lao động khi In hình 

Khi thực hiện công việc in hình trên wafer để tạo ra các vi mạch, việc tuân thủ quy định an toàn lao động 

là rất quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe và đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ. Trước tiên, công 

nhân phải được đào tạo đầy đủ về quy trình in hình và các biện pháp an toàn liên quan. Đào tạo này bao 

gồm việc nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn, cách sử dụng hóa chất an toàn và quy trình ứng phó với sự cố. 

Các quy định về thiết bị bảo hộ cá nhân cũng cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Công nhân phải đeo kính 

bảo hộ, găng tay chống hóa chất và khẩu trang khi làm việc với các hóa chất độc hại và thiết bị có nhiệt 

độ cao. Bảo đảm rằng tất cả các thiết bị bảo hộ đều được kiểm tra và thay thế khi cần thiết để duy trì 

hiệu quả bảo vệ. 

Hệ thống thông gió trong phòng sạch cũng cần phải được duy trì theo tiêu chuẩn quy định. Việc này giúp 

giảm thiểu sự tiếp xúc với bụi và hơi độc hại, bảo vệ sức khỏe công nhân và đảm bảo chất lượng sản 

phẩm. 
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Đồng thời, quy định về bảo trì và kiểm tra thiết bị phải được thực hiện thường xuyên. Các thiết bị như 

máy in và hệ thống chiếu sáng cần được kiểm tra và bảo trì định kỳ để phát hiện và khắc phục kịp thời 

các vấn đề kỹ thuật. 

Cuối cùng, việc thực hiện các quy định về vệ sinh nơi làm việc là bắt buộc. Đảm bảo môi trường làm việc 

sạch sẽ và gọn gàng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả làm việc mà còn giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Tuân 

thủ các quy định an toàn lao động này là cần thiết để bảo vệ sức khỏe công nhân và duy trì một môi 

trường làm việc an toàn. 

6. Xử lý tình huống tai nạn lao động khẩn cấp khi In hình 

Khi xảy ra tai nạn lao động trong quá trình in hình trên wafer, việc xử lý khẩn cấp là cần thiết để giảm 

thiểu tổn thương và bảo đảm an toàn cho công nhân. Ngay khi sự cố xảy ra, bước đầu tiên là thông báo 

ngay cho bộ phận cấp cứu và các nhân viên y tế trong nhà máy. Điều này giúp đảm bảo rằng các biện 

pháp y tế cần thiết được triển khai nhanh chóng. 

Nếu công nhân bị phơi nhiễm hóa chất, trước tiên cần nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực 

có nguy cơ. Trong trường hợp tiếp xúc với hóa chất, rửa sạch vùng bị ảnh hưởng bằng nước sạch trong ít 

nhất 15 phút và loại bỏ quần áo bị nhiễm bẩn. Đối với bỏng hoặc vết thương, cần thực hiện sơ cứu cơ 

bản, như làm mát vết bỏng bằng nước mát và băng bó vết thương nếu cần. 

Đồng thời, cần kiểm soát và xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị. Ngắt nguồn điện và khóa thiết bị bị 

hỏng để ngăn ngừa nguy cơ tai nạn tiếp theo. Việc này giúp bảo vệ những công nhân khác và ngăn chặn 

sự lây lan của sự cố. 

Sau khi tình huống khẩn cấp được xử lý, cần tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân của tai nạn và 

rút kinh nghiệm. Việc này giúp cập nhật và cải thiện các quy trình an toàn lao động, ngăn ngừa tai nạn 

tương tự xảy ra trong tương lai. Quy trình đánh giá và cập nhật các biện pháp an toàn là rất quan trọng 

để duy trì một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả. 

 

III. An toàn vệ sinh lao động đối với nhân viên Xử lý hóa học 

1. Đặc điểm công việc Xử lý hóa học 

Công việc xử lý hóa học trong quá trình chế tạo vi mạch trên wafer đòi hỏi sự chính xác cao và kỹ thuật 

tinh vi. Đây là bước quan trọng trong việc áp dụng và xử lý các lớp hóa chất để tạo ra các cấu trúc vi mô 

trên bề mặt wafer silicon. Quy trình này bắt đầu với việc phủ một lớp hóa chất nhạy sáng lên bề mặt 

wafer. Hóa chất này, thường là photoresist, sẽ phản ứng với ánh sáng để hình thành các lớp mẫu mạch 

điện. 

Sau khi lớp hóa chất được phủ, wafer sẽ được chiếu sáng qua một mặt nạ có mẫu thiết kế vi mạch. Ánh 

sáng sẽ làm thay đổi tính chất của lớp photoresist, cho phép các mẫu vi mạch được hình thành sau khi 

rửa sạch. Các bước tiếp theo bao gồm xử lý hóa chất để tạo ra các cấu trúc vi mô chính xác theo yêu cầu 

của thiết kế. 

Quá trình này cần được thực hiện trong môi trường kiểm soát chất lượng cao, như phòng sạch, để tránh 

bụi bẩn và tạp chất có thể làm hỏng các cấu trúc vi mô. Công nhân cần phải sử dụng thiết bị bảo hộ cá 

nhân và tuân thủ các quy định an toàn khi làm việc với các hóa chất độc hại. Đảm bảo quy trình xử lý hóa 
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học chính xác và an toàn là rất quan trọng để đạt được chất lượng sản phẩm vi mạch cao nhất và bảo vệ 

sức khỏe của công nhân. 

2. Các dạng tai nạn lao động trong quá trình Xử lý hóa học 

Trong quá trình xử lý hóa học để tạo ra các cấu trúc vi mô trên wafer, một số dạng tai nạn lao động có 

thể xảy ra do đặc thù của công việc và môi trường làm việc. Một trong những nguy cơ chính là tiếp xúc 

với hóa chất độc hại. Các hóa chất nhạy sáng, dung môi và các chất xử lý khác có thể gây ra kích ứng da, 

mắt hoặc hệ hô hấp nếu không được bảo vệ đúng cách. Sự tiếp xúc không kiểm soát với các hóa chất này 

có thể dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng hoặc tổn thương lâu dài. 

Tai nạn cơ học cũng là mối lo ngại trong quy trình này. Việc sử dụng và vận hành các thiết bị xử lý hóa 

học, như máy phủ và máy chiếu ánh sáng, có thể dẫn đến các chấn thương nếu thiết bị gặp sự cố hoặc 

không được bảo trì đúng cách. Các tai nạn này có thể bao gồm bỏng do nhiệt, cắt hoặc vấp ngã do thiết 

bị không được lắp đặt và bảo trì đúng cách. 

Bên cạnh đó, trong môi trường phòng sạch, nguy cơ bị ngộ độc hoặc nhiễm khuẩn cũng có thể xảy ra nếu 

không duy trì vệ sinh và kiểm soát chất lượng môi trường làm việc một cách nghiêm ngặt. Các bụi bẩn 

hoặc tạp chất có thể làm hỏng quy trình xử lý hóa học, dẫn đến sự cố và tiềm ẩn nguy cơ cho công nhân. 

Những tai nạn này có thể được giảm thiểu bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn, sử 

dụng thiết bị bảo hộ cá nhân đầy đủ và thực hiện bảo trì thiết bị định kỳ để đảm bảo môi trường làm 

việc an toàn và hiệu quả. 

3. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động khi Xử lý hóa học 

Tai nạn lao động trong quá trình xử lý hóa học để tạo ra cấu trúc vi mô trên wafer thường bắt nguồn từ 

một số nguyên nhân chính. Đầu tiên, việc tiếp xúc với hóa chất độc hại là nguyên nhân phổ biến. Các hóa 

chất như photoresist và dung môi có thể gây kích ứng da, mắt và hệ hô hấp nếu không được xử lý đúng 

cách hoặc nếu bảo vệ cá nhân không đầy đủ. Sự tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất này, đặc biệt khi 

không có thiết bị bảo hộ hoặc thông gió không đủ, có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. 

Thứ hai, sự cố trong quá trình vận hành thiết bị là một nguyên nhân quan trọng. Các thiết bị xử lý hóa 

học như máy phủ và máy chiếu ánh sáng cần phải được bảo trì và kiểm tra định kỳ để đảm bảo hoạt 

động bình thường. Khi thiết bị gặp trục trặc hoặc không được bảo trì đúng cách, có thể gây ra tai nạn 

như bỏng nhiệt, cắt xẻo, hoặc các chấn thương khác liên quan đến thiết bị. 

Thêm vào đó, sự thiếu hụt trong việc duy trì môi trường làm việc sạch sẽ và kiểm soát chất lượng cũng là 

nguyên nhân góp phần vào các tai nạn. Bụi bẩn và tạp chất trong phòng sạch có thể làm hỏng quá trình 

xử lý hóa học và tiềm ẩn nguy cơ cho công nhân. 

Cuối cùng, thiếu hụt trong đào tạo và nhận thức về an toàn cũng có thể dẫn đến tai nạn. Công nhân 

không được trang bị đầy đủ kiến thức về cách xử lý hóa chất và thiết bị có thể gặp phải các tình huống 

nguy hiểm không lường trước được. Việc đào tạo không đầy đủ làm tăng nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng 

đến an toàn lao động. 

4. Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động khi Xử lý hóa học 

Để phòng tránh tai nạn lao động trong quá trình xử lý hóa học, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

là rất quan trọng. Trước tiên, công nhân cần được đào tạo đầy đủ về quy trình xử lý hóa học và các biện 



 

 

TÀI LIỆU AN TOÀN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT MICRO– NHÓM 3 / AN TOÀN NAM VIỆT 

11 

pháp an toàn liên quan. Việc này giúp họ hiểu rõ cách sử dụng hóa chất và thiết bị một cách an toàn, 

cũng như nhận diện và ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. 

Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân là một biện pháp thiết yếu. Công nhân nên đeo kính bảo hộ, găng tay 

chống hóa chất và khẩu trang khi làm việc với các hóa chất độc hại. Việc này giúp giảm thiểu tiếp xúc 

trực tiếp với hóa chất và bảo vệ sức khỏe của công nhân. 

Đảm bảo rằng hệ thống thông gió trong phòng sạch hoạt động hiệu quả cũng là một yếu tố quan trọng. 

Hệ thống thông gió giúp loại bỏ bụi và hơi độc hại, giảm nguy cơ tiếp xúc với các hóa chất nguy hiểm. 

Đồng thời, các thiết bị xử lý hóa học cần được bảo trì và kiểm tra định kỳ để đảm bảo hoạt động ổn định 

và an toàn. 

Ngoài ra, việc duy trì môi trường làm việc sạch sẽ và gọn gàng cũng góp phần vào việc phòng ngừa tai 

nạn. Bụi bẩn và tạp chất có thể ảnh hưởng đến quy trình xử lý hóa học và làm tăng nguy cơ tai nạn. Bằng 

cách thực hiện các biện pháp này, có thể giảm thiểu rủi ro và đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho 

tất cả công nhân. 

5. Quy định an toàn lao động khi Xử lý hóa học 

Khi xử lý hóa học để tạo ra các cấu trúc vi mô trên wafer, việc tuân thủ các quy định an toàn lao động là 

cực kỳ quan trọng để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho công nhân. Trước tiên, tất cả công nhân phải được 

đào tạo đầy đủ về các quy trình làm việc, cách xử lý hóa chất, và các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Đào 

tạo này giúp họ nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn và hiểu rõ cách bảo vệ bản thân cũng như đồng nghiệp. 

Bắt buộc phải sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân như găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang và áo chống 

hóa chất khi làm việc với các sản phẩm hóa học. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với 

hóa chất độc hại. Hơn nữa, các khu vực làm việc phải được trang bị hệ thống thông gió hiệu quả để loại 

bỏ bụi và hơi hóa chất, bảo đảm môi trường làm việc luôn được thông thoáng. 

Tất cả hóa chất và thiết bị phải được lưu trữ và sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các quy định 

về bảo quản hóa chất, bao gồm việc lưu trữ trong các thùng chứa phù hợp và ký hiệu rõ ràng, cần được 

tuân thủ nghiêm ngặt. Đồng thời, công nhân cần được kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các 

dấu hiệu ảnh hưởng do hóa chất. 

Cuối cùng, các quy trình làm việc phải được ghi chép đầy đủ và các sự cố phải được báo cáo ngay lập tức 

để có thể điều tra và cải tiến quy trình an toàn. Thực hiện đầy đủ các quy định này không chỉ giúp bảo vệ 

sức khỏe của công nhân mà còn đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn cho toàn bộ quy trình sản 

xuất. 

Thực hiện các bài kiểm tra tại các trung tâm an toàn lao động nhằm mục đích đạt được chứng chỉ an 

toàn lao động. Từ đó người lao động sẽ nắm rõ các kiến thức an toàn cũng như chứng nhận hợp lệ cho 

việc lao động.  

6. Xử lý tình huống tai nạn lao động khẩn cấp khi Xử lý hóa học 

Trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động khi xử lý hóa học, việc ứng phó nhanh chóng và chính xác là rất 

quan trọng để giảm thiểu tác hại và đảm bảo an toàn. Khi có sự cố liên quan đến hóa chất, bước đầu tiên 

là nhanh chóng xác định loại hóa chất và mức độ tiếp xúc. Nếu có dấu hiệu bị phơi nhiễm hóa chất, công 

nhân cần ngay lập tức rời khỏi khu vực bị ô nhiễm và đến nơi an toàn. 

https://antoannamviet.com/chung-chi-huan-luyen-an-toan-lao-dong/
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Đối với các trường hợp tiếp xúc hóa chất với da, cần lập tức rửa vùng bị tiếp xúc bằng nước sạch và xà 

phòng trong ít nhất 15 phút. Đối với trường hợp hóa chất vào mắt, phải rửa mắt bằng nước sạch hoặc 

dung dịch rửa mắt trong ít nhất 15 phút, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Nếu có dấu 

hiệu hít phải hơi hóa chất độc hại, công nhân nên di chuyển đến khu vực thông thoáng và thở không khí 

trong lành. 

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cần thông báo ngay cho bộ phận cấp cứu của công ty và ghi lại chi tiết vụ 

việc. Việc báo cáo kịp thời và đầy đủ giúp đội ngũ y tế và quản lý có thể can thiệp nhanh chóng và điều 

tra nguyên nhân sự cố. Đồng thời, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung và cập nhật quy 

trình an toàn để ngăn ngừa các sự cố tương tự trong tương lai. 

Cuối cùng, việc xử lý tai nạn không chỉ bao gồm các bước cứu chữa kịp thời mà còn cần xem xét và đánh 

giá để cải tiến quy trình làm việc, đào tạo lại nhân viên và nâng cao các biện pháp an toàn trong tương 

lai. 

 

IV. An toàn vệ sinh lao động đối với nhân viên Cắt wafer 

1. Đặc điểm công việc Cắt wafer 

Công việc cắt wafer là giai đoạn quan trọng trong quy trình sản xuất vi mạch, nơi các wafer silicon được 

chia thành các vi mạch nhỏ, hay còn gọi là dies, theo kích thước yêu cầu. Trong quá trình này, các wafer 

đã được xử lý và in hình các mạch điện sẽ được cắt thành từng phần nhỏ hơn để sử dụng trong các thiết 

bị điện tử. 

Quá trình cắt wafer thường sử dụng các máy cắt chuyên dụng với lưỡi cắt siêu mỏng và chính xác, giúp 

đảm bảo rằng các vi mạch không bị hư hỏng và giữ được các đặc tính điện tử cần thiết. Máy cắt phải 

được hiệu chỉnh và bảo trì định kỳ để đảm bảo chất lượng cắt cao và giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự 

cố thiết bị. 

Đặc thù của công việc này là yêu cầu độ chính xác cực kỳ cao, vì bất kỳ lỗi nào trong quá trình cắt đều có 

thể dẫn đến việc mất mạch hoặc làm giảm hiệu suất của các thiết bị điện tử cuối cùng. Vì vậy, công nhân 

phải thường xuyên kiểm tra và xác minh kích thước của các vi mạch sau khi cắt để đảm bảo chúng đáp 

ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Công việc cắt wafer còn đòi hỏi một môi trường làm việc sạch sẽ và kiểm soát tốt bụi bẩn để tránh ảnh 

hưởng đến chất lượng của các vi mạch. Nhân viên làm việc trong lĩnh vực này cần phải tuân thủ nghiêm 

ngặt các quy định an toàn để bảo vệ bản thân và đảm bảo chất lượng sản phẩm. 
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2. Các dạng tai nạn lao động trong quá trình Cắt wafer 

Trong quá trình cắt wafer để tạo thành các vi mạch nhỏ, có một số dạng tai nạn lao động có thể xảy ra. 

Một trong những tai nạn phổ biến là chấn thương do lưỡi cắt. Các máy cắt wafer sử dụng lưỡi cắt siêu 

mỏng và sắc bén, có thể gây ra các vết cắt hoặc trầy xước nghiêm trọng nếu không được sử dụng đúng 

cách hoặc nếu thiết bị gặp sự cố. Đặc biệt, khi các công nhân không chú ý hoặc thiếu cẩn trọng, họ có thể 

bị lưỡi cắt đâm vào tay hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. 

Tai nạn do bụi và mảnh vụn cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Trong quá trình cắt, bụi silicon và các 

mảnh vụn nhỏ có thể phát tán ra ngoài và gây kích ứng hoặc tổn thương cho đường hô hấp và mắt. Nếu 

hệ thống thông gió không hoạt động hiệu quả hoặc công nhân không đeo bảo hộ thích hợp, nguy cơ bị 

ảnh hưởng sức khỏe sẽ cao hơn. 

Sự cố liên quan đến thiết bị là một dạng tai nạn khác. Các máy cắt nếu không được bảo trì đúng cách có 

thể gặp trục trặc, dẫn đến sự cố hoặc hỏng hóc đột ngột. Sự cố này có thể gây nguy hiểm cho người vận 

hành nếu thiết bị không được kiểm tra và bảo trì thường xuyên. 

Cuối cùng, các tình huống tai nạn có thể xảy ra do lỗi trong quy trình làm việc hoặc sự thiếu hụt trong 

đào tạo. Nếu công nhân không được trang bị đủ kỹ năng và kiến thức về cách vận hành thiết bị an toàn, 

hoặc nếu quy trình cắt không được thực hiện đúng cách, nguy cơ tai nạn sẽ tăng cao. 

3. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động khi Cắt wafer 

Tai nạn lao động trong quá trình cắt wafer thường xuất phát từ một số nguyên nhân chính. Một nguyên 

nhân quan trọng là sự thiếu hụt trong việc bảo trì và kiểm tra thiết bị. Các máy cắt wafer, nếu không 

được bảo trì thường xuyên và kiểm tra định kỳ, có thể gặp sự cố kỹ thuật hoặc bị mài mòn, dẫn đến khả 

năng cắt không chính xác hoặc gây ra tai nạn. 
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Sự không tuân thủ quy trình an toàn cũng là một nguyên nhân chính. Công nhân có thể gặp nguy hiểm 

khi không sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân như găng tay hoặc kính bảo hộ, hoặc khi không tuân 

thủ các quy định về an toàn lao động trong quá trình vận hành máy. Thiếu chú ý trong việc thực hiện quy 

trình làm việc đúng cách có thể dẫn đến các tai nạn nghiêm trọng. 

Ngoài ra, việc thiếu đào tạo và hướng dẫn cho công nhân cũng góp phần vào nguy cơ tai nạn. Công nhân 

không được trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận hành máy cắt an toàn có thể gây ra sai sót 

trong quá trình làm việc. Sự thiếu hiểu biết về các nguy cơ tiềm ẩn và cách phòng tránh tai nạn có thể 

làm tăng nguy cơ gặp sự cố. 

Cuối cùng, sự xuất hiện của bụi và mảnh vụn từ quá trình cắt cũng là một yếu tố nguy hiểm. Nếu hệ 

thống thông gió không hoạt động hiệu quả hoặc công nhân không thực hiện các biện pháp bảo vệ phù 

hợp, bụi và mảnh vụn có thể gây kích ứng cho mắt và đường hô hấp, làm tăng nguy cơ tai nạn lao động. 

4. Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động khi Cắt wafer 

Để phòng tránh tai nạn lao động trong quá trình cắt wafer, việc áp dụng các biện pháp an toàn là rất 

quan trọng. Đầu tiên, bảo trì và kiểm tra định kỳ thiết bị là yếu tố thiết yếu. Các máy cắt phải được bảo 

trì thường xuyên để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả, đồng thời phát hiện sớm các dấu hiệu 

hỏng hóc có thể gây nguy hiểm. 

Sử dụng đúng các thiết bị bảo hộ cá nhân cũng là một biện pháp quan trọng. Công nhân cần đeo găng 

tay, kính bảo hộ và khẩu trang phù hợp để bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ chấn thương từ lưỡi cắt sắc 

bén và bụi mảnh vụn phát sinh trong quá trình cắt. 

Đào tạo và hướng dẫn kỹ lưỡng cho công nhân là cần thiết để đảm bảo họ hiểu và tuân thủ các quy trình 

an toàn lao động. Các công nhân nên được đào tạo về cách sử dụng thiết bị đúng cách, nhận diện các 

nguy cơ tiềm ẩn và cách ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố. 

Hệ thống thông gió cũng cần được kiểm tra và duy trì hoạt động tốt để giảm thiểu bụi và mảnh vụn trong 

không khí. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe công nhân và giảm nguy cơ bị kích ứng mắt và đường hô hấp. 

Cuối cùng, việc lập kế hoạch và thực hiện quy trình làm việc an toàn là rất quan trọng. Các quy trình phải 

được thiết kế sao cho giảm thiểu tối đa các rủi ro và đảm bảo rằng công nhân có thể thực hiện công việc 

một cách an toàn và hiệu quả. 

Hoàn thành khóa đào tạo an toàn lao động để được trung tâm huấn luyện an toàn lao động cấp thẻ an 

toàn lao động để củng cố hồ sơ đúng quy định khi làm việc.  

5. Quy định an toàn lao động khi Cắt wafer 

Quy định an toàn lao động trong quá trình cắt wafer đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo môi 

trường làm việc an toàn và giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Đầu tiên, công nhân phải luôn tuân thủ quy trình 

bảo trì và kiểm tra thiết bị định kỳ để đảm bảo máy móc hoạt động hiệu quả và không gặp sự cố. Việc 

này bao gồm kiểm tra lưỡi cắt, hệ thống làm mát và các thành phần khác của máy cắt. 

Công nhân cần đeo đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân như găng tay chống cắt, kính bảo hộ và khẩu trang 

trong suốt quá trình làm việc. Các thiết bị này giúp bảo vệ khỏi chấn thương do lưỡi cắt sắc bén và bụi 

silicon có thể gây hại cho mắt và đường hô hấp. 

https://antoannamviet.com/the-an-toan-lao-dong-nhom-3-la-gi/
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Hệ thống thông gió và hút bụi phải hoạt động hiệu quả để kiểm soát mức độ bụi và mảnh vụn trong 

không khí. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe công nhân mà còn duy trì sự sạch sẽ của khu vực 

làm việc. 

Công nhân cũng phải được đào tạo đầy đủ về các quy trình an toàn và cách xử lý các tình huống khẩn 

cấp. Điều này bao gồm việc nắm vững cách sử dụng thiết bị, nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn và các biện 

pháp ứng phó khi xảy ra sự cố. 

Cuối cùng, việc thực hiện các quy trình làm việc an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định là cần 

thiết để duy trì một môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu rủi ro tai nạn và bảo vệ sức khỏe của công 

nhân. 

6. Xử lý tình huống tai nạn lao động khẩn cấp khi Cắt wafer 

Khi xảy ra tai nạn lao động trong quá trình cắt wafer, việc xử lý khẩn cấp cần được thực hiện nhanh 

chóng và hiệu quả để giảm thiểu tổn thương. Đầu tiên, công nhân phải lập tức dừng tất cả hoạt động 

máy móc để ngăn chặn tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Việc này giúp đảm bảo rằng không có thêm 

rủi ro từ thiết bị đang hoạt động. 

Tiếp theo, người bị nạn cần được kiểm tra và xử lý y tế ngay lập tức. Nếu có vết cắt hoặc chấn thương, 

nên sử dụng băng gạc vô trùng để cầm máu và làm sạch vết thương, đồng thời chuyển người bị nạn đến 

cơ sở y tế gần nhất để được điều trị. Trong trường hợp có vấn đề hô hấp do bụi hoặc mảnh vụn, cần đưa 

nạn nhân ra khỏi khu vực ô nhiễm và cung cấp không khí sạch càng sớm càng tốt. 

Công nhân cần thông báo ngay cho đội ngũ cấp cứu hoặc quản lý an toàn lao động của nhà máy để nhận 

sự hỗ trợ và hướng dẫn thêm. Đồng thời, phải thực hiện báo cáo tai nạn theo quy định, ghi nhận chi tiết 

sự cố để phân tích nguyên nhân và cải thiện các biện pháp phòng ngừa trong tương lai. 

Cuối cùng, cần thực hiện các biện pháp làm sạch và khôi phục khu vực làm việc sau sự cố để đảm bảo an 

toàn cho những người lao động còn lại và tránh lặp lại tai nạn tương tự. 

 

V. An toàn vệ sinh lao động đối với nhân viên Gắn kết vi mạch 

1. Đặc điểm công việc Gắn kết vi mạch 

Gắn kết vi mạch là một công việc quan trọng trong quy trình sản xuất vi mạch, liên quan đến việc gắn các 

vi mạch đã được chế tạo vào các khung gắn chip và kết nối chúng với các chân gắn để hoàn thiện sản 

phẩm. Trong giai đoạn này, vi mạch được đặt chính xác lên bề mặt của khung gắn chip thông qua các 

phương pháp như dán keo hoặc hàn. Quá trình này đòi hỏi sự chính xác cao để đảm bảo rằng các vi 

mạch được gắn đúng vị trí và không bị lệch. 

Sau khi vi mạch được gắn, các chân gắn sẽ được kết nối với các điểm tiếp xúc trên vi mạch, tạo ra các 

liên kết điện cần thiết để vi mạch hoạt động đúng chức năng. Công việc này thường được thực hiện dưới 

kính hiển vi để đảm bảo rằng các kết nối được thực hiện chính xác và không có lỗi nào xảy ra. 

Ngoài ra, các công nhân cần phải làm việc trong môi trường sạch sẽ và kiểm soát độ ẩm để ngăn chặn bụi 

bẩn hoặc độ ẩm ảnh hưởng đến chất lượng kết nối. Sự chính xác và cẩn thận trong công việc gắn kết vi 
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mạch rất quan trọng, vì bất kỳ lỗi nào trong quá trình này đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu 

suất và độ tin cậy của sản phẩm cuối cùng. 

2. Các dạng tai nạn lao động trong quá trình Gắn kết vi mạch 

Trong quá trình gắn kết vi mạch, một số tai nạn lao động phổ biến có thể xảy ra do đặc thù công việc yêu 

cầu sự chính xác cao và làm việc với các thiết bị nhỏ và sắc bén. Một dạng tai nạn thường gặp là bị 

thương do dụng cụ sắc nhọn hoặc thiết bị hàn. Các công nhân có thể bị cắt hoặc bị bỏng nếu không cẩn 

thận khi sử dụng các công cụ này hoặc khi tiếp xúc với nhiệt độ cao từ quá trình hàn. 

Tai nạn do bụi hoặc các hạt nhỏ từ vật liệu cũng có thể gây ra các vấn đề về hô hấp hoặc kích ứng da nếu 

không sử dụng đầy đủ thiết bị bảo vệ. Việc gắn vi mạch đòi hỏi thao tác tỉ mỉ dưới kính hiển vi, và bất kỳ 

sự sơ suất nào trong việc điều chỉnh thiết bị cũng có thể dẫn đến tình trạng căng thẳng về mắt hoặc mỏi 

cổ do phải duy trì tư thế làm việc lâu dài. 

Ngoài ra, các sự cố về điện do thiết bị không được bảo trì đúng cách cũng có thể xảy ra, gây ra nguy cơ bị 

điện giật hoặc cháy nổ. Để giảm thiểu những rủi ro này, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tuân 

thủ các quy định an toàn là rất quan trọng trong quá trình gắn kết vi mạch. 

3. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động khi Gắn kết vi mạch 

Tai nạn lao động trong quá trình gắn kết vi mạch thường xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu liên 

quan đến môi trường làm việc và quy trình thao tác. Một trong những nguyên nhân chính là sự thiếu cẩn 

trọng khi sử dụng các dụng cụ sắc nhọn và thiết bị hàn. Các công nhân có thể bị thương do không tuân 

thủ đúng quy trình sử dụng hoặc do sự cố trong quá trình thao tác, chẳng hạn như bị cắt bởi dao hoặc bị 

bỏng từ thiết bị hàn. 

Môi trường làm việc không sạch sẽ cũng là một nguyên nhân quan trọng. Bụi bẩn hoặc các hạt nhỏ từ 

vật liệu có thể gây kích ứng cho đường hô hấp và da, nếu không có biện pháp bảo vệ thích hợp như khẩu 

trang hoặc găng tay. Hơn nữa, việc làm việc dưới kính hiển vi đòi hỏi sự tập trung cao và duy trì tư thế 

chính xác. Sự mỏi mệt hoặc căng thẳng khi làm việc lâu dài trong tư thế không thuận tiện có thể dẫn đến 

các vấn đề về sức khỏe như đau cổ hoặc mỏi mắt. 

Một nguyên nhân khác là sự cố về thiết bị hoặc hệ thống điện. Nếu các thiết bị không được bảo trì định 

kỳ hoặc không đảm bảo an toàn, có thể gây ra rủi ro về điện giật hoặc cháy nổ. Do đó, việc bảo trì thiết bị 

và tuân thủ các quy định an toàn là rất quan trọng để phòng tránh các tai nạn lao động trong quá trình 

gắn kết vi mạch. 

4. Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động khi Gắn kết vi mạch 

Để phòng tránh tai nạn lao động trong quá trình gắn kết vi mạch, việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa 

là vô cùng quan trọng. Đầu tiên, công nhân cần được đào tạo kỹ lưỡng về các quy trình an toàn và cách 

sử dụng thiết bị một cách chính xác. Đảm bảo rằng tất cả các công cụ và thiết bị, bao gồm dụng cụ cắt và 

thiết bị hàn, đều được kiểm tra định kỳ và bảo trì để tránh sự cố kỹ thuật. 

Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân như găng tay chống cắt, kính bảo hộ và khẩu trang giúp bảo vệ công 

nhân khỏi các nguy cơ như cắt, bỏng hoặc kích ứng do bụi bẩn. Bên cạnh đó, việc duy trì một môi trường 

làm việc sạch sẽ và kiểm soát độ ẩm giúp giảm thiểu sự tích tụ bụi và các hạt nhỏ có thể gây hại. 
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Ngoài ra, công nhân nên được khuyến khích nghỉ ngơi hợp lý để giảm căng thẳng và mỏi mệt khi làm việc 

dưới kính hiển vi, đồng thời điều chỉnh tư thế làm việc để tránh đau cổ và mắt. Cần thiết lập quy trình 

làm việc rõ ràng và các biện pháp khẩn cấp để xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Việc tuân thủ nghiêm 

ngặt các quy định an toàn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tai nạn lao 

động và bảo đảm an toàn cho tất cả nhân viên trong quá trình gắn kết vi mạch. 

5. Quy định an toàn lao động khi Gắn kết vi mạch 

Để đảm bảo an toàn trong quá trình gắn kết vi mạch, các quy định an toàn lao động cần được thực hiện 

nghiêm ngặt. Trước tiên, công nhân phải hoàn thành khóa đào tạo an toàn lao động, đặc biệt là trong 

việc sử dụng các thiết bị và dụng cụ chuyên biệt như thiết bị hàn và công cụ cắt. Các thiết bị cần phải 

được kiểm tra và bảo trì định kỳ để đảm bảo hoạt động đúng cách và giảm thiểu nguy cơ hỏng hóc gây 

tai nạn. 

Môi trường làm việc phải được duy trì sạch sẽ và thông thoáng để giảm thiểu bụi bẩn và các hạt nhỏ có 

thể gây hại. Công nhân cần phải sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân, bao gồm găng tay chống cắt, 

kính bảo hộ và khẩu trang, để bảo vệ bản thân khỏi các rủi ro như cắt, bỏng hoặc kích ứng da. 

Quy định cũng yêu cầu thiết lập các quy trình khẩn cấp rõ ràng để xử lý các sự cố như chập điện hoặc 

hỏng hóc thiết bị. Công nhân nên có kế hoạch làm việc hợp lý và nghỉ ngơi để tránh mệt mỏi và duy trì sự 

tập trung cao trong suốt quá trình làm việc. Thực hiện các biện pháp này không chỉ đảm bảo an toàn cho 

công nhân mà còn giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu sự cố trong quá trình gắn kết vi mạch. 

6. Xử lý tình huống tai nạn lao động khẩn cấp khi Gắn kết vi mạch 

Khi xảy ra tai nạn lao động trong quá trình gắn kết vi mạch, việc xử lý tình huống khẩn cấp một cách 

nhanh chóng và hiệu quả là rất quan trọng để giảm thiểu hậu quả. Đầu tiên, công nhân phải dừng ngay 

công việc và thông báo cho người phụ trách hoặc đội ngũ y tế tại chỗ để nhận được sự hỗ trợ kịp thời. 

Đối với các vết thương do cắt hoặc bỏng, cần nhanh chóng sơ cứu tại chỗ bằng cách rửa vết thương với 

nước sạch và băng bó nếu cần, đồng thời không chạm vào vết thương bằng tay bẩn. 

Nếu có sự cố liên quan đến điện hoặc hỏng hóc thiết bị, công nhân nên ngắt nguồn điện và thông báo 

cho bộ phận bảo trì để kiểm tra và khắc phục. Trong trường hợp có chất hóa học rò rỉ hoặc tiếp xúc, cần 

di chuyển ngay đến khu vực an toàn và rửa sạch vùng tiếp xúc bằng nước. Đảm bảo rằng các vật dụng 

liên quan đến tai nạn như thiết bị hỏng hóc hoặc chất hóa học bị rò rỉ được xử lý đúng cách theo quy 

trình an toàn. 

Cuối cùng, sau khi xử lý tình huống, cần thực hiện báo cáo chi tiết về sự cố và tổ chức cuộc họp để phân 

tích nguyên nhân và cải thiện quy trình an toàn. Việc này không chỉ giúp ngăn ngừa các sự cố tương tự 

trong tương lai mà còn nâng cao mức độ an toàn chung trong môi trường làm việc. 

 

 

PHẦN III: Tham khảo thêm 

1. Bài kiểm tra an toàn lao động nhóm 3 

• Trắc nghiệm an toàn lao động nhóm 3 

https://antoannamviet.com/bai-kiem-tra-an-toan-lao-dong-nhom-3/
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2. Bảng báo giá dịch vụ huấn luyện an toàn lao động 

• Xem chi tiết 

 

https://antoannamviet.com/bao-gia-huan-luyen-an-toan-lao-dong/

